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摘要(译)

本发明提供一种超声波探头的制造方法及超声波探头。在形成作为保护
膜的聚酰亚胺膜之前，使薄膜反复振动，从而评价上部电极与下部电极
之间的绝缘耐压，预先除去因薄膜的反复振动而在上部电极与下部电极
之间产生了绝缘耐压降低的不良半导体装置(CMUT)单元的上部电极，切
断与其他正常半导体装置单元的电连接，由此在包含修复后的CMUT单
元(RC)在内的块(RB)或沟道(RCH)中，防止薄膜的反复振动后的上部电
极与下部电极之间的绝缘耐压降低。由此，可以提高半导体装置的制造
成品率。
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